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Correspondiente & una patente de invencidén que, por veinte -

afios, se¢ solicita para Espafia y sus Colonias a favor de la -

entidad CONTINENTAL Gummi-Werke A.G,, domiciliada en Hanno -

ver (Alemanie), con prioridad de la patente alewana nimero -

C.54.305 IV ¢/39b,7, registrada en 26 de Agosto de 1,938, -
P o r

" PROCEDIMIENTO DE FABRICACION IE OBJETOS HUECOS LE GOMA " -

i

Para la fabricacién de objetos huecos de goma se usan -
los mds variados procedimientos. Se procede de modo que el -
cuerpo hueco quede vulcanizado bajo presién. Es taubién co -
rriente soldar una con otra por los bordes hojas de caucho -

5 sin vulcanizar, procediendo después a ésta operacibn. la ——
presibn interna en el objeto hueco se produciréd de antemano-
por insuflacidén, produciendo su efecto durante la vulcaniza-—
cién. También se insuflan gases en el objeto hueco mediante—
una aguja hueca. La fabricucién también puede resultar per--

10 fecteamente en moldes, para lo cual se emplea un molde exte——
rior y otro interior para el especio hueco.‘En los objetos -
huecos planos, que posteriormente se inflarén, se ayuda con-
con cuerpos interpuestos, de poco precio, de hojalata, car--
tén, papel, etc,, a fin de que las paredes interiores no se-
15 peguen. La aplicacién de estos cuerpos intermedios lleve ———

aparejade varias desventajas. Los interpuestos de hojalata -
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ticnen la desventaja de que se depositan fécilmente dando
lugar a defectos de fabricacidn.

k1l invento se refiere a un procedimiento de fubrica-
cién de objetos huecos, especialmente los insuflagdos, y -
consiste en poner sobre la cara interna de la gome sin ~-
vulcanizar una wano de pintura, un barnizado o una ligera
pelfcula, que se fijan por si wismos ¥y no con disuluciébn
pegajosa de goma, de derivados celuldsicos, lacre, vidria
do, etc., y se emplea como cuerpo interpéesto o molde in-
terno. Estos tienen la ventaja de ser materias mfs lige--
ras y barétas y el ser suficiente delgadas capas de pintu
ra o-pelfcula para lograr el fin deseado, a saber, evitar
la soldadura de las paredes interiores del cuerpo hueco -
durante el calentamiento. Esta delgada capa puede permane
cer, ya que no produce posteriormente defectos perpecti--
bles. tn los objetos huecos insuflados se ruede separar -
fécilmente el cuerpo interpuesto por la vélvula, porque —
la pintura, pelfcula, etc., no tienen ninguna unidén con -
la gowa, Y por tanto estén sueltas en el interior del cuer
po hueco. A consecucncia de ello las superficies resbala-
dizas del cuerpo interpuesto pulirén perfectamente las pa
redes internas del objeto hueco. hetd excluido el que el-
cuerpo interpuesto se deposite. Hay medio tewbidn de des

prender nuevamente 1los cuerpos interpuestos fijados, deri

vados celuldsicos, vidriado, lacre, y asf es posible que-

el molde interno o cuerpo irterpuesto sea desprendido & -
través de la v4lvula trds la vulcanizacidn del cuerpo in-
suflado y por ello ser separado jor completo,
N _ O T A
EN ReSUibN: La patente de invencidn que se solicita,
ha de recaer sobre lus siguientes reivindicaciones:
12:- PROCEDIMIENTO IE FLERICACION LE OBJETOS HUECOS

LE GOMA, por el medio descrito, en el cual se aplican co-
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mo molde interno o cuerpo interpuesto una mano de pintura,

un barnizado o una delgade pelfcula fijadas por si mismas
¥y no con disolucién pegajosa de gouia, tales como deriva—-—
dos celulfsicos, lacre, viadriado, etc.

' 28:- PROCEDIMIENTO DE FABMICACION DE OBJETOS HUECOS
DE GOwWA, segiu reivindicacién anterior, en el cual el mol
de interior o cuerpo interpuesto es desprendido.

3&:- Por ltimo, se reivindica como objeto sobre el
que ha de recuer la patente de invencidn que se solicita
por
" PROCELIMI. NTO DE FABRICACION LE OBJETOS HUECOS LE GOrA "

Todo conforme queda expresado en la presente lemoria
descriptiva que consta de tres péiginas escritas a méquina

por una sols cara,

Madrid, 24 de Agosto de 1.959.A.de la V.

P. 4,
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